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Los procesos de depdsito de peliculas de materiales semiconductoras y dieléctricas por métodos en solucion,
tales como sol-gel, bafio quimico, SILAR, entre otros, permiten el depésito de peliculas delgadas con
caracteristicas adecuadas para su aplicacién en dispositivos optoelectrénicos como celdas solares, transistores,
fotodetectores, etc.

A diferencia de las técnicas de depdsito fisicas como r.f. sputtering, e-beam evaporation, pulsed laser deposition,
etc, que requieren de alto vacio, los métodos en solucién no requieren de equipos costosos y son mucho mas
sencillas de implementar, por lo que se consideran de bajo costo. Adicionalmente, permiten el depésito de
peliculas delgadas en sustratos de gran area a bajas temperaturas y con alto rendimiento. Es decir, satisfacen
plenamente los requisitos para el ensamblaje de dispositivos electrénicos en sustratos flexibles, debido
principalmente a la baja temperatura de procesamiento.

Por ejemplo, el método sol-gel es ampliamente utilizado para depositar peliculas delgadas de 6xidos metalicos,
como el In203, para aplicaciones de canales activos en transistores de peliculas delgadas (TFT). También se
aplican para depositar otros 6xidos metélicos como el HfO2, ZrO2, etc, que son materiales dieléctricos de alta
constante dieléctrica para su aplicacién en compuertas dieléctricas en TFT. Otro ejemplo notable es el depdsito
de peliculas de calcogenuros metalicos con semiconductividad tipo n'y tipo p paracapas ventana, como el CdS,
y absorbente,como el PbS, en celdas solares de peliculas delgadas.

En esta platica se describen varios métodos de dep6sito en solucién de peliculas delgadas semiconductoras y
dieléctricas, empleadas en el ensamblaje de diferentes dispositivos electronicos. Después, se describen los
procesos de fabricacion de transistores y fotodetectores flexibles mediante métodos de depdsito en solucidn.
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